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ASPOCOMP



Aspocompin vuoden 2006 vuosikertomus julkaistaan kahdessa osassa. Tilinpaatos-julkaisussa on viralli-
sen tilinpaatoksen liséksi mm. tietoa hallinnoinnista, liketoiminnan riskeista ja sijoittajien yhteyshenkildista.

Liiketoimintakatsaus sisaltéd mm. toimitusjohtajan katsauksen seka tietoa konsernin liiketoiminnasta,
strategiasta, toimintaymparistosta, johdosta ja hallituksesta.
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VUOSIKERTOMUS 2006 ASPOCOMP

ASPOCOMP

Aspocomp-konserni tarjoaa piirilevyjen suunnittelua ja valmistusta seké& asiakkaiden tuotesuunnittelua
ja valmistuksen kaynnistédmisté tukevia palveluita. Aspocompin tuotteita kéytetaén elektroniikkateollisuu-
dessa mm. langattomissa péaatelaitteissa, tietolikenneverkoissa, autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluk-
sissa. Matkapuhelinten ja muiden k&mmenlaitteiden piirilevyt muodostavat myynnista yli puolet.

Valtaosa konsernin piirilevyjen tuotannosta on vaativalla HDI/microvia-teknologialla valmistettavia
monikerrospiirilevyja. Uusi viafill-teknologia otettiin kayttéon vuoden 2006 aikana.

Aspocomp on Euroopan toiseksi suurin HDI-piirilevyjen (High Density Interconnections) valmista-
ja. Yhtion tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Liséksi Aspocomp kaynnis-
ti vuonna 2006 projektin HDI-piirilevytehtaan rakentamiseksi Intiaan. Tuotannon arvioidaan kaynnistyvan
vaiheittain vuoden 2008 ensimmaisella puoliskolla.

Piirilevy

Piirllevy on lahes kaikkien elektro-
niikkatuotteiden perusrakenne, joka
toimii litanta- ja kytkent&alustana sii-
hen juotetuille komponenteille ja nii-
den valilla kulkeville sahkdsignaaleil-
le. Piirilevy sisaltaa tyypillisesti useita
paallekkaisia sisékerroslevyja. Kom-
ponenttien valiset signaalit kulkevat
sisakerrosten l&pi poratuissa kupa-
ripaallysteisissa rei'issa, jotka kytke-
vat kerrokset toisiinsa. Piirilevyt ovat
sovelluskohtaisia eli ne suunnitel-
laan aina asiakkaan kunkin tuotteen
ominaisuuksien mukaan.

Liikevaihto markkina-alueittain v. 2006, %

Eurooppa
Aasia

56
29

Etela- ja Pohjois-Amerikka 15

Tehtaiden liikevaihto-osuudet v. 2006, %

Suomen tehtaat 36
Aasian tehtaat 64



Aspocompin tilikauden likevaihto kasvoi 10 prosenttia 149 miljoonaan euroon. Aasian tehtaiden
yhteenlaskettu likevainto kasvoi 32 prosenttia. Konsernissa tydskenteli noin 3 400 henkilda.

Aspocomp kaynnisti vuoden aikana Intian ensimmaisen HDI-piirilevytehtaan rakennusprojektin.
Chennaihin rakennettavan tehtaan koetuotannon odotetaan alkavan vuoden 2008 alussa ja taysi-
mittaisen tuotannon vuoden ensimmaisella puoliskolla. Arvioiden mukaan tehdas tulee kaksinker-
taistamaan konsernin HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteetin.

Yhti¢ aloitti neuvottelut taiwanilaisen Chin-Poon Holdingsin kanssa ostaakseen 49 prosentin vahem-
mistdosuuden yhtididen Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP Electronics Ltd:sta.

Salon tehdasta sopeutettiin joustavaksi uusien ja teknologisesti vaativien tuotteiden elinkaaren
alkuvaiheen valmistajaksi. Tuotteiden volyymivalmistusta siirrettiin Aasiaan, jotta asiakkaita voidaan
palvella kannattavasti nopeimmin kasvavalla markkinalla.

Aspocomp myi Moduulit-liketoimintansa ja siita tuli puhdas piirilevy-yhti¢. Myynnin ansiosta Aspo-
comp Vvoi keskittya korkean teknologian piirilevyjen valmistukseen, kilpailukyvyn kehittamiseen ja
padasiakkaiden palvelemiseen.

Piirllevyjen maailmanlaajuinen kysynta vuonna 2006 pysyi hyvana kaikissa asiakassegmenteissa. Pirile-
vytoimitukset vaativaa HDI-teknologiaa hyddyntaviin laitteisiin lisdantyivat ja alkuvuonna kysynta jopa vlitti
tarjonnan. HDI-piirilevyjen tuotanto Aasiassa kasvoi yli 18 prosenttia edellisvuotisesta.

HDI-piirilevyjen tuotannon arvon ennakoidaan kohoavan vuonna 2007 lahes 6 miljardiin dollariin (yli
4 mrd. euroa) maailmanlaajuisesti. Markkinatutkijat arvioivat, etta HDI-piirilevyjen myynti kasvaa vuosit-
tain noin 8 prosenttia vuosien 2005-2010 alkana ja ettéd Aasiassa vuosikasvu nousee lahes 12 prosent-
tiin. Arvioiden mukaan vuoteen 2010 mennessa noin 90 prosenttia maailman HDI-piirilevyista myydéaan
Aasiassa.

Kéammenlaitteet ja Liikevaihto, milj. euroa
tietolikennejarjestelmat Liiketulos, milj. euroa
Auto-, teollisuus- ja Tulos/osake, euroa
kulutuselektroniikka Omavaraisuusaste, %

Nettovelkaantumisaste, %
Henkildstd 31.12.



Aspocompin ylimaaréinen yhtidkokous 19.1.2007 valtuutti hallituksen paattamaan 50 000 000
uuden yhtidon osakkeen antamisesta ja yhtién hallussa olevien 200 000 oman osakkeen luovutta-
misesta. Yhtiokokous muutti my&s hallituksen jasenmaaréksi seitsemén ja nimitti Johan Hammaré-
nin, Tapio Hintikan ja Kari Vuorialhon Aspocompin hallitukseen 19.1. alkaen varsinaiseen yhtioko-
koukseen 10.5.2007 saakka. Gustav Nyberg ja Roberto Lencioni erosivat hallituksesta. Hallituksen
kokoonpanosta on lisdtietoa tassa julkaisussa.

Yhtidkokous paatti myds muuttaa voimassa olevaa yhtidjarjestysté tavalla, joka on selostettu
porssitiedotteena 22.12.2006 julkaistussa yhtidkokouskutsussa.

Aspocomp solmi 16.3.2007 sopimuksen taiwanilaisen Chin-Poon Holdingsin kanssa sen 49 prosen-
tin vahemmistdosuuden ostamiseksi yhtididen Suzhoussa, Kiinassa sijaitsevasta yhteisyritys ACP
Electronics Ltd:sta. Kaupalla on valitén positiivinen vaikutus Aspocompin tulokseen. Nettokauppa-
hinta on 37,8 miljoonaa euroa. Bruttokauppahintaa eli 44,6 miljoonaa euroa pienentdé Chin-Poonin
6,8 miljoonan euron arvoiset laiteostot ACP Electronicsiltad. Myytavat laitteet ovat Aspocompille tar-
peettomia, koska ne eivat sovellu HDI-teknologian tuotantoon.

Hankittuaan ACP Electronicsin koko osakekannan Aspocomp saa tayden hyddyn tehtaan kan-
nattavuudesta ja kassavirrasta ja kykenee palvelemaan globaaleja asiakkaitaan entista tehokkaam-
min. Yhti6 pyrkii muuttamaan Chin-Poonilta kaupassa vapautuvan tehdastilan HDI-kayttdéon vuoden
2008 aikana. Samoissa tiloissa toimii myds HDI-piirilevyja jo vuodesta 2001 valmistanut tehdas, jon-
ka alkuperainen tuotantokapasiteetti on kolminkertaistettu noin 40 miljoonaan piirilevyyn vuosittain.
Koko ACP Electronicsin HDI-piirilevykapasiteetin arvioidaan nousevan yhteensa noin 78 miljoonaan
kappaleeseen vuonna 2008.

Aspocomp toteuttaa kasvustrategiaansa keskittymalla kasvavassa maarin teknologisesti vaativam-
piin HDI-piirilevyihin. Merkittavin keino kasvun saavuttamiseksi on investointien lisddminen Aasiassa,
joka on nopeimmin laajentuva HDI-piirilevyjen markkina.



Kiinan tytaryhtion vahemmistdosuuden hankinnan ja tuotantokapasiteetin laajentamisen seka
Intian vuonna 2006 aloitetun tehdashankkeen investointien kokonaisméaéaraksi vuosien 2006-2008
aikana arvioitiin 15.2.2007 noin 170 miljoonaa euroa. Positiivisen vaikutuksen yhtion liikevaihtoon
odotetaan nakyvan vuodesta 2008 alkaen.

Aspocomp sopi 21.3.2007 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limitedin kanssa 40 miljoo-
nan euron lainasta 49 prosentin véhemmistéosuuden ostamiseksi Aspocompin Kiinan yhteisyrityk-
sesta. Lainan noston yhteydessé ja osana rahoitusjarjestelya Aspocomp antoi pankille ylimaaraisen
yhtidkokouksen 19.1.2007 myéntaman valtuutuksen nojalla 4 miljoonaa optiota, jotka oikeuttavat
merkitsemaan enintdan yhta monta Aspocompin osaketta.

Chennaihin rakennettavan Intian ensimmaisen HDI-tehtaan investoinniksi arvioitiin 15.3.2007
noin 100 miljoonaa euroa, josta noin 80 miljoonaa euroa muodostuu investoinneista rakennukseen ja
laitteisiin ja noin 20 miljoonaa euroa kayttdpadomasta, koroista ja kdynnistyskustannuksista. Hank-
keen rahoituksesta neuvotellaan parhaillaan.

Aspocompin maksullinen merkintdoikeusanti alkoi 26.3.2007. Annissa osakkeenomistajat voivat
merkité kahdella vanhalla osakkeella kolme uutta osaketta. Merkittavaksi tarjottiin yhteensa 29 823
078 uutta osaketta 0,84 euron kappalehintaan. Annilla tavoiteltiin yli 20 miljoonan euron oman paa-
oman kasvua. Kertyneet nettovarat on tarkoitus kayttaa Intian investointien rahoittamiseen, yleisek-
si kayttopadomaksi sekd konsernin muihin yleisiin tarpeisiin. Merkintédoikeusanti perustui ylimaarai-
sen yhtidkokouksen 19.1.2007 antamaan valtuutukseen ja sitéd koskeva listalleottoesite julkaistiin
26.3.2007. Annin jarjestajana toimi Evli Pankki QOyj, Corporate Finance.

Yhtié sai koko osakeantia koskevan merkintatakauksen sijoittajarynmalta, joka sitoutui merkit-
semaan maksimissaan koko tarjottavien osakkeiden lukumaaran, mikéli antiosakkeita jaa merkintaoi-
keuksien nojalla merkitseméatta.

Aspocompin hallitus maaritteli 15.3.2007 yhtiolle uuden pitkan aikavalin osinkopolitikan. Sen mukaan
Aspocomp pyrkii maksamaan osinkona vahintaan 30 prosenttia kunkin tilikauden voitosta sen jalkeen,
kun yhtién tulos on palautunut voitolliseksi ja se on saavuttanut velkaantumisaste- ja omavaraisuusta-
voitteensa. Todennakoisesti hallitus ei tule ehdottamaan osinkojen maksua lahivuosina.

Velkaantumisaste enintaan 100 prosenttia
Omavaraisuusaste vahintaan 40 prosenttia



Aspocompin vankka tuotekehitysosaaminen, teknologinen edellékavijyys ja syvallinen yhteisty® valittujen
aslakkaiden kanssa on vahvuutemme jo vuosikymmenien takaa. Taman paivan suurin haasteemme on
kyky kasvaa riittavasti, jotta voimme palvella globaaleja asiakkaitamme nopeasti Aasian kasvavilla mark-
kinailla. Aspocompin vuosi 2006 olikin kasvun kiihdyttamisen aikaa.

Kiinan tytaryhtion HDI-piirilevyjen tuotantokapasiteetti kaksinkertaistui edellisvuotisesta ja tehdas
teki erittain hyvaa tulosta. Projekti Intian ensimmaisen HDI-piirilevytehtaan rakentamiseksi Chennaihin
eteni hyvin. Tehtaan erittain vaativan prosessiteknologian suunnittelu ja viranomaislupien saaminen kes-
ti ennakoitua kauemmin, mutta henkiloston rekrytointi ja prosessi- ja laitesuunnittelu etenivat odotetusti.
Tuotannon arvioidaan k&ynnistyvan ensi vuonna.

Katsausvuonna ryhdyimme liséksi valmistelemaan Kiinan tytaryhtion vahemmistéosuuden ostoa.
Vuoden 2007 puolella toteutuneen kaupan ansiosta saamme tayden hyddyn yhtibn kannattavuudesta
ja kassavirrasta. Kaupassa vapautuu myos lisda tehdastilaa, jonne voimme laajentaa yhtion HDI-tuotan-
tokapasiteettia edelleen. Intian uuden tehtaan ja Kiinan tehtaan laajennuksen jalkeen konsernin HDI-pii-
rilevykapasiteetin ennakoidaan nousevan nykyisesta 60 miljoonasta noin 150 miljoonaan kappaleeseen
vuonna 2008.

Pienemman Thaimaan tehtaan loppuvuoden tekniset ja ulkoistuksen ongelmat heikensivat sen
tulosta merkittavasti ja tyd kannattavuuden parantamiseksi jatkuu edelleen.

Toiminta Suomessa selkeytyi, kun myimme Moduulit-liketoiminnan kesén lopulla ja keskityim-
me puhtaasti piirilevyihin, Kasvun edellyttdmat muutokset ovat vaatineet myds veronsa: Salon tehtaan
sopeuttaminen uuteen rooliinsa on ollut odotettua vaikeampaa. Mikéli tehtaalle asetettuja tavoitteita ei
saavuteta vuoden 2007 ensimmaisen vuosipuoliskon aikana, joudumme harkitsemaan sen asemaa
uudelleen. Toisaalta pienempi Oulun tehdas on menestynyt erinomaisesti.

Kasvun rahoituksen ensimmaéainen askel oli vuoden lopussa institutionaalisille sijoittajille suunnattu
vaihdettava debentuurilaina, jolla kerattiin 10,3 miljoona euroa. Maaliskuussa 2007 solmimme Standard
Chartered Bankin kanssa 40 miljoonan euron lainasopimuksen Kiinan vahemmistdosuuden ostamiseksi.
Omaa padomaa vahvistimme kuluvan vuoden alussa yli 20 miljoonan euron merkintaoikeusannilla.

Kiinan tuotantokapasiteetin lagjentamiseen ja Intian tehdasprojektiin tarvitaan liséksi noin 130 mil-
joonaa euroa vuosina 2006-2008. Neuvottelemme parhaillaan Intian noin 100 miljoonan euron inves-
toinnin rahoittamisesta.

Muutosten keskelld haluan kiittad kaikkia, jotka uskovat yhtion saavuttavan kasvu- ja tulostavoit-
teensa kuluneesta tappiollisesta vuodesta huolimatta. Vuosi on vaatinut henkildstoltdmme nopeutta ja
kykya toimia yli kansallisten rajojen, joustaa ja kehittya jatkuvasti.

Kiitan myds asiakkaitamme avoimesta keskustelusta, kovista laatuvaatimuksista ja halusta kehittya
kanssamme. Erityiskiitos kuuluu Aspocompin omistajille, jotka uskovat strategiaamme ja nékevat vaikeuk-
sien yli. Lisdkapasiteetin ja investointien avulla padsemme mukaan markkinakasvuun ja tavoittelemme
hyvaa tuottoa sijoituksellenne. Tuellanne kehitdmme Aspocompia edelleen.

Muutosterveisin,

/ﬂ/m Viise [,



STRATEGIA

Rakennemuutos suuremmiksi yksikéiksi
Piirllevyteollisuuden rakennemuutos suuremmiksi yksikoiksi ja maailmanlaajuisiksi yhtidiksi kiihtyy edelleen.
Jo nyt muutama suuri valmistaja vastaa valtaosasta tuotantoa ja kehitys vahvistuu tulevaisuudessa.

Yha vaativammat tuotteet ja lyhyemmat elinkaaret

Asiakkaat toimivat nopeasti muuttuvalla markkinalla, jolla tuotteisiin ja toimintaan kohdistuu jatkuvasti
lisdantyvia vaatimuksia. Kammelaitteiden toiminnallisuudet lisdantyvat, laitekoko pienenee ja muotoilu
muuttuu. Tuotteiden elinkaaret lyhenevat ja tuotevalikoima kasvaa. Uudet teknologiat on tuotava markki-
noille mahdollisimman nopeasti.

Asiakassuhteet tiiviiksi kumppanuuksiksi

Myos Aspocompin asiakasteollisuuksien keskittyminen kiihtyy. Piirilevytuottajat valmistavat jatkossa yha
enemman tuotteita yha harvemmille asiakkaille. Asiakas-toimittaja -suhteet kehittyvat tiiviikksi kumppanuuk-
siksi, joissa tehdaan yhteistyota jo asiakkaiden tuotesuunnittelun alkuvaiheessa. Piirilevytoimittajilta vaadi-
taan lisdéntyvaa joustavuutta, suunnitteluosaamista ja kustannustehokkuutta.

Elektroniikan valmistus Aasiaan
Aasian kasvava talous ja kilpailukykyiset tuotantokustannukset ovat vahvistaneet nopeasti sen merkitysta
elektroniikan valmistuksessa. Tuotannon Aasiassa arvioidaan kasvavan lahivuosina noin viidenneksen joka
vuosi. Erityisen voimakasta on tietoliikennesektorin kasvu.

Tarve kustannustehokkuuteen korostuu tuotteiden elinkaaren loppuvaineessa, kun kilpailu liséantyy ja
tuotteiden katteet pienenevat. Moni elektroniikkavalmistaja ja asiakas onkin jo siirtényt tuotantoaan Aasiaan.

Piirilevymarkkinan kahtiajakoisuus

Kammenlaitteissa kaytettavien piirilevyjen markkina on polarisoitunut. Edullisten piirilevyjen tarve liséan-
tyy Kiinan, Intian, Latinalaisen Amerikan ja Afrikan markkinoiden kasvaessa vahvasti. Kallimpien piirilevyjen
tarve puolestaan kasvaa, kun useampia toiminnallisuuksia tarjoavien multimedialaitteiden osuus nousee
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

O Uuden teknologian
tuotteet, prototyypit ja
pienet koesarjat valmiste-
taan paikassa, jossa on

siihen paras teknologinen
osaaminen. Volyymivalmis-
tus voidaan tuotteen elin-
kaaren myéhemmassa vai-
heessa siirtda kustannus-
tehokkaimpaan paikkaan.




Aspocompin tavoite on markkinoita nopeampi kasvu. Riittava tuotantokapasiteetti ja kasvuvalmius ovat
ratkaisevia toimittaessa suurten ja globaalien asiakkaiden kanssa. Kasvun ansiosta kustannustehokkuus
lis&antyy, kun koko tuotantokapasiteetti voidaan hyddyntéa ja materiaalihankinnoissa saavutetaan mitta-
kaavaetua.

Aspocomp tavoittelee kasvua investoimalla nopeimmin kasvaville markkinoille ja vaativiin uudistuviin
teknologioihin. Konsemi pyrkii olemaan aktiivinen myos alan konsolidoitumiskehityksessa.

Aspocomp investoi nopeasti kasvaviin teknologioihin, joista silla on jo vahva kokemus. Monipuolisella
osaamisellaan se varmistaa asemansa tunnustettuna litantaratkaisujen tarjoajana, joka vastaa lopputuot-
teiden lisdantyvista toiminnallisuuksista syntyviin tarpeisiin.

Aspocompin tavoitteena on keskittya voimakkaimmin kasvaviin segmentteihin ja innovatiivisimpiin
aslakkaisiin seka liséta asiakkaiden tuotesuunnittelun joustavuutta. Aspocomp tarjoaa asiakkailleen syvél-
list& osaamista jo ennen tuotannon aloittamista mm. tuotteiden suunnittelussa ja materiaali- ja teknologia-
valinnoissa. Toimiessaan alansa innovatiivisimpien asiakkaiden kumppanina Aspocomp pysyy teknologi-
sen kehityksen karjessa ja kykenee jatkuvaan uudistumiseen.

Uudet teknologiat otetaan kayttdon ja elinkaaren alkuvaiheen tuotteet valmistetaan siella, missa on kysei-
sen teknologian paras osaaminen. Tuotantolaitoksiaan seka tuotanto- ja toimintaprosessejaan yndenmu-
kaistamalla Aspocomp voi siirtéa valmistuksen joustavasti ja taloudellisesti edullisimmalla hetkella paik-
kaan, jossa kustannukset ovat mahdollisimman pienet ja tekninen osaaminen vastaa asiakkaan tarpeita.
Nain konserni yhdistéda eurooppalaisen taustansa vahvuudet ja Aasiassa toimimisen edut tavalla, joka tar-
joaa asiakkaille johtavat teknologiat, kilpailukykyisen tuotekehitystuen seké nopean ja kustannustehok-
kaan vaylan uuden teknologian tuotteiden volyymituotantoon.

Aspocomp varmistaa kustannustehokkuutensa valinnoillaan ja kehityshankkeillaan. Kustannustehokkuuden
keskeisia tekijoita ovat riittava tuotantokapasiteetti, tiivis yhteistyd asiakkaiden kanssa, tuotannon siirtdminen
oikealla hetkella oikeaan paikkaan, toiminnan tehokkuus, nopeus ja joustavuus seké tuotannon lisdaminen
Aasiassa.

Aspocompin tavoitteena on henkildsto, joka haluaa kasvattaa yritysté ja kehittaa itsedan. Yrityksen ja
henkiloston arvojen samankaltaisuus, asiakaslahtoisyys ja vastuunotto ovat avainasemassa kasvutavoit-
teen saavuttamiseksi. Menestyva tydyhteison jasen ymmartaa liiketoiminnan tavoitteet, toimii niiden saa-
vuttamiseksi ja kehittéd toimintaansa jatkuvasti. Muutosten keskellé kyky toimia timin jasenena ja haas-
taa olemassa olevia ratkaisuja, innovatiivisuus ja muutoksen nakeminen mahdollisuutena ovat konsernin
olennainen voimavara. Henkildston jasen toimii myds esimerkkind muille.
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O Piirilevyt ymparoivat
meita kaikkialla - maalla,
merelld ja iimassa.

Tassakin kaupungissa
on miljoonia pienia piiri-
levyja.



Kuluneena vuonna Kiinan tehtaan HDI-piirllevykapasiteettia laajennettiin noin 50 prosenttia. Ajoitus laa-
jennukselle oli hyva, silla HDI-piirilevyjen markkina kasvoi vuonna 2006 voimakkaasti ja kasvun arvioi-
daan jatkuvan. Kiinan tehtaan kuluneen vuoden kehitys olikin erinomainen. Vaikka pienemmalla Thai-
maan tehtaalla oli teknisi& ja tuotannon osittaisesta ulkoistuksesta johtuvia ongelmia, Kiinan ja Thaimaan
tehtaiden yhteenlaskettu likevaihto kasvoi 32 prosenttia vuonna 2006. Vuoden lopussa jo 64 prosenttia
Aspocompin piirilevyjen likevaihdosta saatiin Aasian tehtailta.

Aspocomp péaatti vuoden 2006 alkupuolella rakentaa piirilevytehtaan Intiaan, jossa markkina kas-
vaa hyvin voimakkaasti. Myds suurin osa yhtion merkittavista asiakkaista aloittaa tai on jo aloittanut tuo-
tannon Intiassa. Aspocompista tulee maan ensimmainen HDI-piirilevyjen valmistaja, kun taysimittainen
tuotanto Chennaissa kaynnistyy vuoden 2008 puolivalin mennessé. Yhtibssa ennakoidaan, etta teh-
das lahes kaksinkertaistaa sen HDI-kapasiteetin vuoden 2006 lopun tilanteeseen verrattuna. Arvioiden
mukaan Chennaissa valmistetaan jo taméan vuosikymmenen lopulla yli kolmannes maailman matkapuhe-
limista. Telekommunikaatio onkin maan voimakkaimmin kasvava sektori.

Kuluneen parin vuoden aikana teknologiset vaatimukset ovat jélleen lisdantyneet huomattavasti. Kehit-
tyneempéa teknologiaa tarvitaan erityisesti paljon toimintoja tarjoavien matkapuhelinten valmistuksessa.
Puhelinten pienentyessé ja toimintojen lisd&ntyessa komponenttikoko pienenee ja komponenttien véliset
johdotukset tihenevét, joten puhelinten valmistus edellyttéda uusia teknologioita.

Aspocomp on viimeisen vuoden aikana investoinut uusimman HDI-teknologian viafill-tuotantolaittei-
siin, jotta se voisi vastata asiakkaidensa tuotesuunnittelun lisdantyviin haasteisiin, Koska yhti¢ keskittyy
vaativiin piirilevyteknologioihin, se on voinut tehdéa yhteistydté alan voimakkaimmin kasvavien toimijoiden
kanssa. Kammenlaitteissa ja tietolikennejarjestelmisséa kaytettavat piirilevyt muodostavat 1&hes 70 pro-
senttia Aspocompin myynnista. HDI-piirilevyjen osuus Aspocompin tuotannosta vuonna 2006 oli 1ahes
60 prosenttia.

Uudella viafill-teknologialla valmistettavien piirilevyjen tuotantoon on liittynyt jonkin verran tavanomaises-
ta poikkeavia haasteita. Tuotannon k&ynnistyminen Salossa viivastyi, mika yhdessa heikon saannon

ja loka-joulukuun keskimaaraista pienemman kapasiteetin kayttbasteen kanssa rasitti kannattavuutta.
Uusien tuotteiden saanto tosin nousi vuoden loppupuolella. Tuotantoprosessin optimointi oli vaativaa jo
uusimman teknologiankin vuoksi, mutta erityisen haasteelliseksi k&ynnistyksen teki samanaikainen Salon
piirilevytentaalla jatkunut uudistamisprosessi.

Salon tehtaan uudistus eteni kuitenkin teknisesti hyvin ja vuoden lopussa tehtaan kokoa ja toimin-
taa supistettiin konsernin strategian mukaisesti. Tehtaan tavoite on toimia joustavana yksikkonéa, joka hal-
litsee korkeamman teknologien tuotteet seka tuotekehityksen prototyyppien ja pienten koesarjojen valmis-
tuksen.

Vuonna 2005 kéynnistetyn tuotekehityksen toimintamallin tavoite on nopeuttaa tuotteiden viemis-
t& markkinoille. Katsausvuoden alkana se tehosti edelleen tuotekehitysta, uusien tuotteiden tuotannon



suunnittelua ja valmistusprosessin kehittamista ohjaavia NPI (New Product Introduction) ja NCD (New
Capability Development) -prosesseja.

Vuodelle 2006 asetettiin tavoitteeksi nostaa Kiinan tehtaan kapasiteettia seka lisata Salon ja Thaimaan
tehtaiden tehokkuutta. Kiinassa tavoitteet saavutettiin jo aikaisin kuluneena vuonna, mutta erityises-
ti Salossa ja Thaimaassa tavoitteiden saavuttaminen viivastyi. Toisaalta Intian HDI-piirilevytehtaan raken-
nusprojekti eteni hyvin. Vaikka tarkka suunnittelu ja vaativat viranomaislupaprosessit kestivat odotettua
kauemmin, niiden ansiosta tehtaasta tulee tehokas, uudenaikainen ja ympéristdystavallinen. Sen toimin-
ta k&ynnistyy asteittain vuoden 2008 alkupuoliskolla.

Kustannustehokkuutta parantaa myos prosessien kehittaminen. Vuoden aikana kehitettiin tuotan-
non liséksi osto-, myynti-, henkildsto- ja muita prosesseja, joiden tavoitteena on saada mittakaavaetua
ja hyddyntaa synergioita.

Uuden teknologian hinta on elinkaarensa alkuvaiheessa korkea, mutta teknologian yleistyessé hinta las-
kee. Konsernissa halutaan varmistaa kunkin tuotteen kannattavuus elinkaaren joka vaiheessa. Aspo-
comp onkin parantanut edellytyksiaan siirtda tuotantoa joustavasti sinne, missa kustannukset ovat mah-
dollisimman pienet ja missa on kyseisen teknologian osaamista. Tama on saavutettu yndenmukaista-
malla tehtaiden tuotantolaitteita ja -prosesseja seké tehostamalla uusien tuotteiden tuotantoa ohjaavia
NCD- ja NPI-prosesseja. Yhdenmukaisuus on myos keskeinen Intian tuotantolaitoksen suunnittelua
ohjaava tekija.

Tuotekehitys ja uusien teknologioiden alkuvaineen tuotanto on keskitetty Suomeen. My&s asiak-
kaiden tuotekehityksen painopiste on Euroopassa, mutta Aasian merkitys kasvaa. Aspocomp rakentaa
tulevaisuudessa valmiuksia tuotekehityksen ja uusien, vaativien teknologioiden kaynnistamiselle myés
Aasiassa. Hyddyntamalla kunkin toimipaikan vahvuutta ja kertynytta laaja-alaista osaamista Aspocomp
luo jatkossakin edellytykset hyvélle yhteistydlle kansainvélisesti toimivien asiakkaidensa kanssa.
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kehittdminen:

- Asperation (tuotekehitys)

- Thaimaan ja Kiinan tehtaat
¢ Tuotekehitysprojekteja

o Keskittyminen
ydinliiketoimintaan

e Salon tehtaan
uudistaminen alkaa

e Thaimaan tehtaan
kannattavuuden nosto
¢ Kiinan tehtaan
laajennus
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liketoiminnan myynti
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Maailman piirilevymarkkina kasvoi vuonna 2006 lahes 11 prosenttia. Erityisen voimakkaasti kasvoi Aasi-
an markkina ja korkean teknologian HDI-piirilevyjen (High Density Interconnections) tuotanto. Markkina-
analyytikoiden mukaan HDI-piirilevyjen tuotanto Aasiassa kasvoi noin 18 prosenttia ja niiden osuus koko
markkinasta oli vuoden lopulla noin 13 prosenttia (10 prosenttia vuonna 2005).

HDI-piirilevyjd kaytetdan tyypillisesti pienehkoissa laitteissa, joiden litdntateknologian on oltava erit-
tain suorituskykyinen. Talla hetkella suurin kayttdsovellus on matkapuhelimet, joiden myynti kasvoi kulu-
neena vuonna viidennekselld l&hes miljardiin kappaleeseen. Myts MP3-soittimissa, digitaalisissa kame-
roissa, videoissa ja kannettavissa tietokoneissa seka pelikonsoleissa kaytetdan HDI-piirllevyja, ja néista
lahes kalkkien myynnin ennustetaan edelleen kasvavan.

HDI-teknologia kasvaa voimakkaimmin myos tulevaisuudessa; lahivuosien kasvuksi ennakoidaan
keskimaéarin 8 prosenttia vuodessa. Nykyisten kayttdsovellusten markkina kasvaa jatkossakin voimak-
kaasti. Tdman lisaksi HDI-markkinaa ruokkii vaativamman teknologian lisé&ntyminen nykyisissa sovelluk-
sissa. Esimerkiksi autoelektroniikassa alle 8 prosenttia piirilevyistd on HDI-piirilevyj&, mutta osuuden arvi-
oidaan kasvavan yli 5 prosenttia vuosittain.

Markkinaa kasvattaa my&s laajentuminen uusiin sovelluksiin kuten autojen viihdeyksikkéinin ja navi-
gointilaitteisiin. Langattomissa tietolikenneverkoissakin kaytetdan lisdantyvassa maérin HDI-teknologiaa;
markkinatutkimukset ennakoivat, ettd vuonna 2010 jo noin 40 prosenttia ratkaisuista siséltéda HDI-piirilevyn
ja etté teknologian vuosikasvu alalla on yli 17 prosenttia.

HDI-teknologian kasvu perustuu lisdantyviin vaatimuksiin lopputuotteiden suorituskyvysta, kay-
tettavissa olevan tilan pienentymiseen ja muutoksiin laitteiden komponenteissa. Uudet tiheampaan
ladotut ja enemman tietoa siirtdvat komponenttisukupolvet edellyttavat tihedmpaa jondotusta ja vaa-
tivampia kokoonpanoratkaisuja.

Video- ja digikamerat |
Matkapuhelimet |
Autot |
Tietolikenne |
Muut |
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O Piirilevyt tuovat ja vie-
vat viesteja kaikkina paivina
— hyvina ja huonoina. Nii-
den ansiosta voimme viestia
puhuen, kirjoittaen ja kuvina.




Erityisesti jaykkataipuisten piirilevyjen (HDI semi-flex) kasvun ennakoidaan olevan voimakasta. HDI-
semi-flexit vastaavat kdmmenlaitteiden luovemmasta muotoilusta syntyneisiin uusiin vaatimuksiin. Niiden
etuina ovat muotoilun vapauden liséksi luotettavuus ja pienen koon tuoma tilan- ja kustannusten s&asto.

Edistyksellisissa puhelimissa k&ytetdan vaativampia piirilevyja ja suositaan yh& enemman modula-
risointia: yhden emolevyn asemesta kéytetadn useita piirilevyja, joista kullakin on oma litantatehtavansa.
Yksi piirilevy voi liittéa puhelimeen esim. kameran, bluetoothin tai ndppaimiston. Modularisoinnilla pysty-
taan edelleen pienentdamaan ja ohentamaan matkapuhelinta iiman, etté& joudutaan tinkimaan uusien toi-
minnallisuuksien lisG&dmisesta.

Vaativampien levyjen valmistuksen haastavuus heijastuu hinnoitteluun. Edistyksellisissa puheli-
missa kaytettavien piirilevyjen hinta saattaa olla kaksin- tai kolminkertainen peruspuhelinten piirilevyinin
verrattuna.

Yli puolet maailman piirilevyisté valmistetaan Aasiassa. Markkina-analyytikoiden mukaan tietoliikenne-
sovelluksissa kaytettavista HDI-piirilevyista lahes 90 prosenttia tuotetaan Aasiassa vuonna 20710. Piiri-
levymarkkinan kasvu keskittyy jatkossakin Kiinaan, Intiaan ja Kaakkois-Aasiaan. Niiden potentiaalinen
kysynta lopputuctteille on merkittava ja tuotantokustannukset ovat suhteellisen matalat.

Intia on hyvin voimakkaasti kehittyva elektroniikkamarkkina. Useat laite- ja komponenttivalmistajat
ovatkin ilmoittaneet investoivansa Intiaan tai tutkivansa investointimahdollisuutta. Tuotantokustannukset
ovat vastaavat kuin esimerkiksi Kiinassa, mutta valmistamalla tuotteita 1&hell& intialaisia loppukayttajia ja
muita alan toimijoita voidaan saavuttaa mm. logistisia etuja.

— keskimaarin
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Japani Japani
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Kammenlaitteiden myynnin odotetaan lisdantyvan jatkossakin voimakkaasti. Matkapuhelinten liséksi esi-
merkiksi MP3-soittimien, digitaalisten kameroiden ja kannettavien tietokoneiden menekin odotetaan kas-
vavan edelleen. Markkinoille tulee edelleen myds uuden tyyppisié tuotteita.

Matkapuhelinten myynti nousee alan yleisen arvion mukaan kuluvana vuonna noin 1,1 miljardiin ja
vuoteen 2010 mennessa jopa 1,4 miljardiin kappaleeseen. Talla hetkella valtaosa puhelimista on yksin-
kertaisia peruslaitteita, joissa on kameran kaltaisia lisdtoimintoja. Kehittyneempien multimedialaitteiden
osuus kasvaa kuitenkin nopeasti. Niissa puhelimeen on liitetty esimerkiksi séhkoposti, www-selain, video-
puhelut, -kuvaus ja -tallenteet, Java-tuki seka kuva- ja &aniviihdetta. Ns. smartphone-laitteiden osuuden
arvioidaan nousevan nykyisesta noin 10 prosentista noin 30 prosenttiin vuoteen 2010 mennessé.

Matkapuhelinmarkkinan kasvu keskittyy Aasiaan ja erityisesti Intiassa myynnin arvioidaan kiihty-
van voimakkaasti. Matkapuhelinten penetraatio yli miljardin asukkaan Intiassa on alle 10 prosenttia, joten
markkinan kasvupotentiaali on merkittava. Maassa myydaan joka kuukausi yli viisi miljoonaa matkapuhe-
linliittymé&a.

Tietoliikenneverkkomarkkinaa kasvattivat vuonna 2006 muun muassa uusien verkkoteknologioiden
ja -laitteiden kayttddnotto seké verkkokapasiteetin laajennushankkeet. Markkinan arvioidaan kasvaneen
maailmanlaajuisesti jopa 10 prosenttia. Matkapuhelinliittymien maaré Aasiassa lisdéantyy nopeasti, mink&
vuoksi verkkokapasiteettia on rakennettava yha enemman. Euroopassa 3G-verkkojen kapasiteettia joudu-
taan laajentamaan jo lahitulevaisuudessa, silla niden tukemien palvelujen kayttd on kasvanut nopeasti.

— keskimaarin
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Aspocompin laaja piirilevyosaaminen kattaa teknologiat tavanomaisista piirilevyista alan viimeisimpiin inno-
vaatioihin. Valtaosa tuotannosta on korkean teknologian HDI-piirilevyja. Kuluneena vuonna aloitettiin vimei-
simmalla viafill-teknologialla valmistettavien HDI-piirilevyjen volyymituotanto. Niiden lisaksi Aspocomp val-
mistaa vahemman vaativan teknologian yksi- ja kaksipuolisia plirilevyja sek& monikerroslevyja, jotka ovat
teknologisesti keskivaativia.

Aspocompilla on tuotantoa Suomessa, Kiinassa ja Thaimaassa. Projekti HDI-piirilevytehtaan rakentamiseksi
Intiaan eteni hyvin ja tehtaan tuotannon ennakoidaan k&ynnistyvan vuonna 2008. Vuonna 2006 myydyista
piirilevyista 64 prosenttia valmistettiin Aasian tehtailla. Kustannustehokkuus saavutetaan Aasiassa ja tuote-
kehitys seké& tuotekehityksen prototyyppien ja pienten koesarjojen tuotanto keskitetdan Eurooppaan.

Piirilevytuotannon kuluista materiaalien osuus on keskiméaarin 50 prosenttia. Merkittavimmat materiaalit
ovat valmistusalustoina kaytettavat laminaatit ja kuparifolio. Materiaalikulujen suuren osuuden vuoksi talou-
dellinen tulos on herkka materiaalien hintamuutoksille. Raaka-ainekulujen muuttuessa 10 prosenttia Aspo-
compin liikevoitto muuttuu keskimaarin noin 5 prosenttia.

Aspocompin tarkeimmét kilpailutekijat ovat vahva tuotekehitys, kustannustehokas tuotanto ja l&heinen
yhteisty® asiakkaiden kanssa. Aspocomp tarjoaa paitsi uusimpia teknologioita myos lisdarvoa tuottavia pal-
veluja. Niitd ovat esimerkiksi suunnittelun tuki, materiaali- ja teknologiakonsultointi, logistiset palvelut, proto-
tyypit ja koesarjat sekéa paikallinen palvelu asiakkaan aikavydhykkeessa. Eurooppalaisen taustansa ja vuosia
jatkuneen yhteistydn ansiosta Aspocomp toimii Iaheisesti useiden asiakkaiden ja heidan tuotekehityksensa
kanssa. Toisaalta konserni on vahvasti lasnd myos Aasiassa, jossa sen asiakkailla on kasvassa maarin tuo-
tantoa. Aspocomp palvelee siten aina paikallisesti.

Aspocomp tehosti tuotekehitystédan vuonna 2006 jakamalla tuotekehitysprosessin kolmeen vaiheeseen:
esiselvitykseen, varsinaiseen tuotekehitykseen ja tuotannollistamisvaineeseen. Samalla myynti ja markki-
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O Piirilevyt ovat osa joka-
paivaista elamaamme.
Tassakin autossa kymme-
net piirilevyt lisdavat turval-
lisuutta ja ajomukavuutta.




nointi nivottiin aiempaa kiintedmmin tuotekehitykseen. Uudistus on selkiyttéanyt projektien ohjausta ja p&a-
toksentekoa projektin jatkamisesta seuraavaan vaiheeseen.

Esiselvityksessa tutkitaan teknologian kaupallistamispotentiaali ja kartoitetaan valmistus- ja materiaali-
vaihtoehdot seka mahdolliset investointitarpeet. Tuotekehitysvaiheessa selvitetdan tekniset haasteet ja tes-
tataan valmistusta kaytannossa. Taman jalkeen tuotekehitysprosessi jatkuu tuotannollistamisvaiheeseen,
jonka tarkeimpié tehtévia ovat prosessivaylan ja -muuttujien optimointi seka tydohjeiden laatiminen ja kou-
lutus. Seka tuotekehitys- ettd tuotannollistamisvaiheessa tarkennetaan investointitarpeita. Tuotannollista-
misessa pyritdan kayttdmaan asiakkaan kanssa testattua tuotetta, millé varmistetaan uuden teknologian ja
tuotteen nopea kayttdonotto.

Aspocompin tuotekehitysprojektit etenivat vuonna 2006 onnistuneesti. Pisimmalla oli ns. semi-flex -piirilevyjen
eli jaykkataipuisten piirilevyjen tuotekehitys. Aspocompin kehittdméassa HDI-semi-flex -piirilevyssa kaytetaan pin-
takerroksia sen taipuisassa osassa. Ratkaisu on kehitetty sovelluksiin, joissa vaaditaan taipuisuutta asennusvai-
heessa. Sen etuina ovat luotettavuus sekéa pienen koon tuoma tilan- ja kustannusten s&&sto. Yhden joustavan
kerroksen siséltava piirilevy oli jo tuotannollistamisvaiheessa. Kaksi joustavaa kerrosta siséltava ratkaisu oli tuote-
kehitysvaiheessa, ja tuote on materiaalitestausten valmistuttua vaimis siirrettévaksi tuotannollistamisvaineeseen.

Hillipastan kayttd piirilevyn loppupinnoitteena oli myéds tuotannollistamisvaiheessa. Kustannustehokasta
ja luotettavaa hiilipastaa voidaan kéyttééa kontaktipinnoilla, kun juctospintojen suojapinnoite on orgaaninen. Any
layer microvia -teknologian (Aly, ns. stacked microvia) ja passiivikomponenttien upotuksen tuotekehitysvaihe
saatiin paatdkseen, ja projektit olivat valmiita siirrettévaksi tuotannollistamisvaiheeseen.

Yksi mielenkiintoisimmista esiselvitysvaiheen hankkeista oli HDI-semi-flex, joka kestaa toistuvia taivu-
tuksia. Eras sellainen sovellus on esimerkiksi matkapuhelinten saranoiden taivutettavat litokset.

Hanke passiivisten palakomponenttien upottamiseksi ja joitain piirilevymateriaaliprojekteja oli myos esi-
selvitysvaineessa.

Opto- ja painettavaan elektroniikkaan liittyvat esiselvitykset k&ynnistyivat vuoden 2006 lopulla. Opto-
elektroniikan avulla on mahdollista siirtda suuria tietomaaria esimerkiksi puhelimen saranan |api tai tukiase-
man emolevyjen valilla. Painettavaan elektroniikkaan liittyva esiselvitys puolestaan tutkii uuden menetel-
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man kayttoa esimerkiksi etsausresisting, jonka avulla suojataan halutut kuparijohtimet sydvytysprosessissa.
Aspocomp kayttda jo painettavaa elektroniikkaa pienessé mittakaavassa komponenttimerkintéjen painatuk-
sissa.

Vuosi 2006 oli valmistuksen kannalta haasteellinen. Asiakkaiden tuotesuunnittelusta syntyneet uudet haas-
teet, komponenttien pienentyminen ja pakkaustineyden kasvaminen vaati piirilevyvalmistukselta uutta tek-
nologista harppausta. Uudet vaativamsmmat tuotteet edellyttavat pidempéé prosessointia, jota saatin kuiten-
kin nopeutettua jonkin verran vuoden aikana hankitun viafill-teknologian piirilevyja valmistavan konekannan
ansiosta.

Samaan aikaan Salon tehtaan toimintaa sopeutettiin. Useiden tekijéiden muuttuessa samanaikaisesti
tehtaan prosesseja jouduttiin hiomaan toistuvasti. Muutokset yhdessa prosessivaiheessa edellyttivat paa-
saantdisesti muutoksia myds muissa vaiheissa, ja néin joitain prosessivaiheita jouduttiin suunnittelemaan
useita kertoja.

Aspocompin tavoitteena on osallistua asiakkaan tuotesuunnitteluun jo aikaisessa vaiheessa. Suunnitteluyhteis-
ty® auttaa paitsi asiakasta tuotteen suunnittelussa myds Aspocompin tuotannon suunnittelua. Tuotannon pro-
sessivaylat ja -parametrit voidaan maarittaa ja tydohjeet laatia hyvisséa ajoin ennen volyymituotannon alkamista.
Katsausvuonna panostettiin tuotannon tyéntekijdiden koulutukseen. Oman prosessivaiheensa asiantuntijoina
heilld on keskeinen rooli tuotannon inanteellisten muuttujien méarittamisessa.

Salon tehtaalla otettiin vuonna 2006 k&yttddn uusi tuotannonohjausjariestelma, ja ohjauksen prosessi-
kuvausta ja vastuita selkiytettiin. Tuotannon ohjauksen merkitys korostuu valmistettaessa useita vaativia tuot-
teita samanaikaisesti. Ohjausta tehostamalla I1&pimenoaikoja voidaan lyhentaé ja tuotteita vaihtaa linjalla aiem-
paa joustavammin.
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Yksi HDI-piirilevy siséltda jopa 10 metria Matkapuhelimessa kaytettavaadn HDI-piirilevyyn laser-
sahkojohtimia porataan noin 10 000 reik&a minuutissa
Johdinten leveys ja vali on paikallisesti jopa 60 HDI-piirilevyn prosessivaylan kokonaispituus on 3,5-
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Aspocomp kiinnittaa paivittaisesséa toiminnassaan huomiota ymparistonékdkonhtiin ja on sitoutunut huo-
lehtimaan ympéristdsta Kansainvalisen kauppakamarin elinkeinoelaman peruskirjan mukaisesti. Kaikki
konsernin tuotantolaitokset ovat ISO 14001 -sertifioituja.

EU-alueella 1.7.2006 voimaan astuneessa 2002/95/EY RoHS-direktiivissé (Restriction of Hazardous Sub-
stances) rajoitetaan lyijyn, tiettyjen palonestoaineiden ja muiden haitallisten aineiden kayttéa. Aspocomp
on varmistanut ongelmattoman siirtymisen RoHS-direktiivin mukaisiin tuotteisiin jo edellisin vuosina.

RoHS-vaatimusten liséksi Aspocomp seuraa asiakkaidensa tuotteiille asettamia ympéristdvaati-
muksia. Yhtio raportoi asiakkaille niiden toteutumisesta materiaaliselvityksissa ja muissa tuotekohtaisissa
dokumenteissa. Asiakkaat tarvitsevat tietoja paitsi varmistaakseen RoHS-vaatimusten tayttymisen myés
huolehtiakseen tuotteidensa asianmukaisesta kierrétyksesta. Vuonna 2005 voimaan astunut 2002/96/
EY WEEE-direktiivi (Waste Electrical and Electronic Equipment) velvoittaa valmistajia ja maahantuojia
huolehtimaan sahko- ja elektroniikkalaitteiden kerayksesta, uudelleenkaytdsta ja kierratyksesta.

Aspocomp on seurannut aktiivisesti myds EU-alueen REACH-kemikaaliasetuksen (Registration,
Evaluation and Authorisation of Chemicals) valmistelua ja sen vaikutuksia yhtion toimintaan. Euroopan
parlamentti hyvaksyi 1.6.2007 voimaan tulevan asetuksen joulukuussa 2006. Aspocomp ryhtyi asetuk-
sen mukaisiin toimiin vuoden 2007 alussa, kun paatosten lopullinen siséltd julkistettin,

Aspocomp seuraa jatkuvasti eri maanosien muuttuvaa ymparistolainsdadantda. Vuonna 2006 kes-
kityttiin erityisesti Intian lainsé&danndn uudelle HDI-tehdashankkeelle asettamiin korkeisiin ympéaristdvaa-
timuksiin. Kiinassa valmistellaan merkittavaa ymparistdlainsédadantdd, joka muistuttaa EU:n RoHS-direk-
tiivid. Sen odotetaan astuvan voimaan 1.3.2007.

Suomen tuotantoyksikdiden ympéristéluvat uusittiin. Oulun piirilevytehtaan uudet ympéristélupaeh-
dot tulivat voimaan vuonna 2006. Salon tehtaalle haettu uusi ympéristélupa on edelleen ympéristokes-
kuksen kasiteltavana ja paatds saataneen vuoden 2007 aikana.

Aspocomp ottaa huomioon sosiaalisen vastuun vaatimukset omassa tuotannossaan, mutta myos toimit-
tajien ja alihankkijoiden valinnassa. Koko konsemnin toiminta on Social Accountability (SA 8000) -stan-
dardin mukaista. Yhti¢ arvioi sdanndllisesti omaa toimintaansa ja seuraa toimittajia ja alihankkijoita stan-
dardin edellyttamalla tavalla.

Koko konsernia koskevat yhtenaiset toimittajien auditointimenetelméat otettiin k8yttdon vuoden
2005 aikana. Konsernissa vuoden 2006 aikana kaytdssa olleisiin toimittajien arviointi- ja auditointimene-
telmiin siséltyvat ymparistd- ja sosiaalisen vastuun auditointi.

Aasiassa eettisten valintojen tarve korostuu. Myos turvallisuuteen, terveyteen ja lapsitydvoiman
kayttoon liittyvissa nakdkohdissa konserni noudattaa edella mainittua SA 8000 -standardia, joka on yksi
kattavimmista sosiaalisen vastuun ohjeistuksista ja perustuu ILO:n ja inmisoikeuksia koskeviin sopimuk-
siin. Paikalliset lait ja toimialan vakiintuneet kaytanndt mm. tydajoissa muodostavat reunaehdot standar-
dien noudattamiselle.



Suomessa toteutettin kuluneena vuonna henkildstokysely. Selvasti yli puolet tutkimukseen osallistuneis-
ta ol tyytyvéisia tyohdnsa. Kysely osoitti yleisen tyytyvaisyyden lisd&ntyneen vuoden 2004 vastaaviin tut-
kimustuloksiin verrattuna. Vastaajat luottivat yrityksen johtoon ja arvioivat erityisesti siséisen viestinnén
tehostuneen. Henkildsto oli varsin sitoutunut Aspocompiin ja ymmarsi sen tavoitteet. Osallistujat olivat
tyytymattémimpia oman tydsuorituksensa arviointiin ja kehittymisen mahdollisuuksiin seké palkkioihin ja
etuuksiin.

Suomen yksikoissa vuonna 2005 k&ynnistetty nelivuotinen tydkyvyn yllapitdmista edistava hanke
eteni katsausvuonna toiseen vaiheeseen. Kuluneena vuonna yhtion terveydenhoitoa yhtenéistettiin seka
kehitettiin ennaltaehkéisevéksi ja tydkykya yllapitavaksi toiminnaksi, jota johdetaan yhdessé linjaorgani-
saation kanssa. Tehostetun tydterveydenhoidon tavoitteena on pitéda henkildstd kyvykk&ana, sitoutunee-
na ja tavoitteellisena tyduran loppuun saakka. Uuden toimintamallin tavoitteena on my6s pienentaé tyo-
kyvyttdmyydesté syntyvia Aspocompin elékevastuita tulevaisuudessa.

Kuluneen vuoden verkkokeskustelussa oli tavoitteena muun muassa saada palautetta Aspocompin
strategian toteuttamisesta ja pohtia tydssé jaksamista. Salon tehtaan henkilostd osallistui keskusteluun
muita aktiivisemmin.

Yhtidkokous paatti kevaalla 2006 optio-oikeuksien antamisesta Aspocomp-konsernin avainhenkildil-

le ja Aspocomp Group Ovyj:n kokonaan omistamalle tytéaryhtidlle osana avainhenkildiden kannustus- ja
sitouttamisjarjestelmaa. Kannustusjarjestelmien 2006 mukaisesti yhtion avainhenkildiden on omistettava
yhtibn osakkeita tietyssa suhteessa vuosipalkkaan niin kauan kuin tyd- tai toimisuhde Aspocomp-kon-
semiin jatkuu. Taloudellisiin tavoitteisiin sidotulla osakkeiden merkintaoikeudella ja osakeomistusohjel-
malla pyritdan yhtenaistamaan johdon ja muiden osakkeenomistajien tavoitteita. Lisétietoa kannustusjér-
jestelmista on osoitteessa www.aspocomp.com ja vuosikertomuksen Tilinpaatds-osassa.

Kupari Eurooppa
Epoksihartsi Aasia
Lasikuitu

TBBA (palonestoaine)

Juotosmaski

Muita aineita 0,4 %

ESIMERKKI ON KAMMENLAITTEEN
8-KERROSPIIRILEVYSTA.



- Synt. 1957, diplomi-insindori, MBA

- Partner, Boardman Oy

- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta
2008, riippumaton hallituksen jasen
vuodesta 2002, hallituksen palkitsemis-
ja nimitysvaliokuntien puheenjohtaja

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuo-
den lopussa: 40 018 kpl. Ei omistuk-
sia tai optio-oikeuksia, jotka perustuvat
yhtién osakejohdannaisiin kannustin-
jarjestelmiin.

- Luottamustehtavat: hallituksen puheen-
johtaja, Turun Yliopistos&atio, hallituk-
sen jasen, Amer Sports Oyj, Citycon
Oyj, Metsa Tissue Oyj, Scanfil Oyj ja
VTl Technologies Oy

- Aikaisempi tydkokemus: toimitusjoh-
taja, Elcoteq Network Oyj, 1997-2001,
toimitusjohtaja, Leiras Oy, 1991-97,
johtotehtavat, Swatch Group, 1990-91,
johto- ja asiantuntijatehtavét, Nokia-
konserni, 1983-89

- Synt. 1951, jarjestelmatekniikan dip-
lomi-insin&ori, koneinsindori

- Senior Managing Director ja investointi-
komitean (ei padomasij.) puheenjohtaja,
Japan Asia Investment Co., Ltd.

- Riippumaton hallituksen jésen ja hal-
lituksen varapuheenjohtaja vuodesta
2006, hallituksen tarkastusvaliokun-
nan jasen

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuo-
den lopussa: 3 294 kpl. Ei omistuk-
sia tai optio-oikeuksia, jotka perustuvat
yhtion osakejohdannaisiin kannustin-
jarjestelmiin.

- Luottamustehtavat: puheenjohtaja kol-
messa hallituksessa, johtaja tai inves-
tointikomitean jasen yli tusinassa aasia-
laisessa rahastossa ja yrityksessa

- Aikaisempi tyékokemus: Industry Con-
sultant, SRI International, 1988-90,
Assistant Manager of Export Sales and
Engineer, Hitachi Ltd., 1976-88

- Synt. 1949, diplomi-insindéri, ekonomi

- Synt. 1949, diplomi-insin&éri

- Head of International Business Sup-
port, TeliaSonera Eurasia

- Riippumaton hallituksen jasen vuodesta
2000, hallituksen palkitsemis- ja nimi-
tysvaliokuntien jasen

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuo-
den lopussa: 5 645 kpl. Ei omistuk-
sia tai optio-oikeuksia, jotka perustuvat
yhtién osakejohdannaisiin kannustin-
jarjestelmiin.

- Luottamustehtévat: hallituksen puheen-
johtaja, OJSC Megafon (Venéja), hal-

lituksen jasen, Fintur Holdings B.V.
(Hollanti)

- Aikaisempi tydkokemus: varatoimitus-
johtaja, Sonera Oyj, 2001-03, johto- ja
asiantuntijatehtévat, Sonera Oyj ja sen
edeltajat, 1973-2001

- Synt. 1969, OTK, ekonomi

- Toimitusjohtaja, Fondia Oy

- Riippumaton hallituksen jasen vuodesta
2007, hallituksen tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuo-
den lopussa: 0 kpl. Ei omistuksia tai
optio-oikeuksia, jotka perustuvat yhtion
osakejohdannaisiin kannustinjérjes-
telmiin.

- Luottamustehtévat: hallituksen jasen,
BENEQ Oy, Tecnomen Oyj

- Aikaisempi tydkokemus: Legal Director,
Nokia Emerging Business Unit, 2006,
Senior Legal Counsel, Nokia Customer
and Market Operations, 2005-06, Legal
Counsel, Multimedia-toimialaryhma,
Nokia, 2003-04, Legal Counsel, Nokia
Home Communications (Tukholma),
2001-083, Legal Counsel, Nokia Ventu-
res Organization, 2000-01

- Synt. 1952, tietoliikennetekniikan insindori

- Riippumaton hallituksen jasen vuodesta
2007, hallituksen palkitsemis- ja nimitys-
valiokuntien jasen

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuo-
den lopussa: 0 kpl. Ei omistuksia tai optio-
oikeuksia, jotka perustuvat yhtién osake-
johdannaisiin kannustinjarjestelmiin.

- Luottamustehtavat: hallituksen puheenjoh-
taja, Salcomp Oyj, hallituksen jasen, Per-
los Oyj ja Mekajohtotiet Oy

- Aikaisempi tydkokemus: toimitusjohtaja,
Salcomp Oy, 1996-2005, tehtaanjohtaja,
Salcomp Oy:n Kemijérven tehdas, 1984-
95, tuoteryhman johtaja, Salcomp Oy,
1980-83, komponentti-insindori, Salcomp
Oy, 1977-79

- Synt. 1942, diplomi-insindori

- Riippumaton hallituksen jasen vuodesta
2007, hallituksen palkitsemis- ja nimi-
tysvaliokuntien jésen

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita
vuoden lopussa: 0 kpl. Ei omistuksia
tai optio-oikeuksia, jotka perustuvat
yhtién osakejohdannaisiin kannustin-
jarjestelmiin.

- Luottamustehtévat: hallituksen puheen-
johtaja, Teleste Oyj, Emtele Oy ja Aina
Group, hallituksen jésen, Evli Pankki
Oyj ja CapMan Oyj

- Aikaisempi tyokokemus: toimitusjoh-
taja, Hackman Oyj Abp, 1997-2002,
toimitusjohtaja, Nokia Communications
Products, 1995-96, johtoryhman jasen,
Nokia Oyj, 1990-96, toimitusjohtaja,
Nokia Cables and Machinery, 1992-95,
Senior Vice President, Strategic Plan-
ning, Nokia Oyj, 1991-92

- Riippumaton hallituksen jasen vuo-
desta 2004, hallituksen tarkastusvalio-
kunnan jésen

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita vuo-
den lopussa: 6 783 kpl. Ei omistuk-
sia tai optio-oikeuksia, jotka perustuvat
yhtién osakejohdannaisiin kannustin-
jarjestelmiin.

- Luottamustehtévat: hallituksen puheen-
johtaja, Kemira Oyj, Sponda Oyj ja
Medone Oy, hallituksen varapuheen-
johtaja, Normet Oy, hallituksen jasen,
Lindstrém Oy, A&R Carton Ab ja Outo-
kumpu Technology Oyj

- Aikaisempi tydkokemus: toiminut 25
vuotta Kone Oy:n palveluksessa, joista
viimeiset viisi vuotta Kone Oy:n toimi-
tusjohtajana 1973-99



%,

- Synt. 1952, diplomi-insindori

- Toimitusjohtaja

- Johtoryhmén jasen vuodesta 2004

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja
optioita vuoden lopussa: 18 000 osa-
ketta ja 60 000 optiota 2006A. Optiot
ovat osa yhtién johdon osakejohdan-

- Luottamustehtavat: hallituksen jasen,
Metso Oyj ja TeliaSonera AB

- Aikaisempi ty6kokemus: toimitusjoh-
taja, Vattenfall Oy, 2000-04, toimi-
tusjohtaja, Gyproc Oy, 1993-2000,
kansainvéliset johtotehtavat Kemira-
konsernissa Suomessa, Meksikossa ja
USA:ssa, 1978-93

- Synt. 1954, insindori

- Johtaja, Euroopan toiminnot, hankinta
ja henkiléstohallinto (8.1.2007 alk.)

- Johtoryhmén jasen vuodesta 1999

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja
optioita vuoden lopussa: 4 222 osa-
ketta ja 30 000 optiota 2006A. Optiot
ovat osa yhtién johdon osakejohdan-
naista kannustinjarjestelmaa.

- Luottamustehtévat: hallituksen jasen,
Suomen PC Trading Oy, Cibo-Print Oy,
Galvatek Technology Oy, Ltd. ja Suo-
men PCS Oy

- Aikaisempi tykokemus: tuotantojoh-
taja, Piirilevyt, Aspocomp Group Oyj,
2002-07, Telecom-liiketoimintayksikén
johtaja, Aspocomp Oy, 1999-2001, lii-
ketoimintayksikko 2:n johtaja, Aspo-
comp Oy, 1998-99, tehtaanjohtaja,
Aspocomp Oy, 1991-98, tuotantopaal-
likkd, Aspocomp Oy, 1987-91

-

- Synt. 1963, ekonomi

- Talousjohtaja (1.7.2006 alk.)

- Johtoryhman jasen vuodesta 2006

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja
optioita vuoden lopussa: 950 osaketta
ja 30 000 optiota 2006A. Optiot ovat
osa yhtion johdon osakejohdannaista
kannustinjarjestelmaa.

- Aikaisempi tykokemus: talousjoh-
taja, Vaisala Oyj, 2002-06, talousjoh-
taja, Vaisala Inc. (USA), 2000-02, Busi-
ness Controller, Andritz Oy, 1998-2000,
talouspaallikkd, Asko Kodinkone Oy,
1994-98

- Synt. 1957, opinnot: kayttaytymistiede,
liketoiminnan johtaminen ja logistiikka

- Johtaja, Aasian toiminnot (8.1.2007 alk.)

- Johtoryhmén jésen vuodesta 2007

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja
optioita vuoden lopussa: 0 osaketta ja
0 optiota; 30 000 optiota 2006A annet-
tiin 8.1.2007 jalkeen osana yhtién joh-
don osakejohdannaista kannustinjér-
jestelmaa.

- Luottamustehtavét: Indian Cellular
Associationin jasen

- Aikaisempi tydkokemus: Aasian-Tyy-
nenmeren liketoiminnan kehitysjoh-
taja ja myynti- ja markkinointijohtaja,
Elcoteq SE, 2003-08, liketoimintajoh-
taja, IBM Microelectronics Asia Pacific,
2002-03, toimitusjohtaja, GKI Group
(IBM:n yhteisyritys), 2000-02, operatii-
vinen johtaja, IBM Personal Computing
China, 1996-2000

- r‘.l

- Synt. 1961, kauppatieteiden maisteri

- Myynti- ja markkinointijohtaja

- Johtoryhmaén jasen vuodesta 2004

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja opti-
oita vuoden lopussa: 1 100 osaketta ja
30 000 optiota 2006A. Optiot ovat osa
yhtién johdon osakejohdannaista kannus-
tinjarjestelmaa.

- Aikaisempi tyokokemus: markkinointijoh-
taja, Fujitsu Siemens Computers Nordic,
20083-04, Mobiili-liketoimintayksikén joh-
taja, Fujitsu Siemens Computers EMEA,
2000-03, maajohtaja ja toimitusjohtaja,
Fujitsu Computers ja Fujitsu Siemens
Computers Baltic, 1998-2000, kansain-
valiset myynnin ja markkinoinnin johtoteh-
téavat, Fujitsu Computers Europe, 1996-
98, PC-divisioona johtaja, ICL, 1993-96,
markkinoinnin johtotehtavét, Nokia Data,
1986-92

- Synt. 1955, insindori

- Johtaja, Salon tehdas

- Johtoryhman jasen vuodesta 1999

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja
optioita vuoden lopussa: 1 000 osa-
ketta ja O optiota

- Aikaisempi tydkokemus: johtaja,
Moduulit, Aspocomp Group Oyj, 2005-
06, johtaja, Mekaniikka ja moduulit,
2000-05, johtaja, Aspocomp Oy EMS,
1998-2000, johtaja, Mekatroniikka,
Aspocomp Oy, 1997-98, toimitusjoh-
taja, Aspomec Oy, 1994-97, myynti-
paallikkd, Aspomec Oy, 1989-94
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- Synt. 1953, VT, OTK

- Lakiasiainjohtaja

- Johtoryhman jasen vuodesta 2005

- Aspocomp Group Oyj:n osakkeita ja
optioita vuoden lopussa: 0 osaketta ja
15 000 optiota 2006A. Optiot ovat osa
yhtién johdon osakejohdannaista kan-
nustinjérjestelmaa.

- Luottamustehtavat: hallituksen jasen,
Raskone Oy

- Aikaisempi tydkokemus: Vice Presi-
dent, TeliaSonera International, 2003-
05, lakiasiainjohtaja ja hallituksen sih-
teeri, Sonera Oyj, 1993-2002, lakimies,
Telecom Finland, 1984-93, lakimies,
asianajotoimisto Ingerttild, Peltonen,
Orndanhl, Brandt & Ruokonen, 1981-83



Aspocomp Group Oyj
Unioninkatu 18 (PL 331)
00130 HELSINKI

puh. (09) 7597 070
faksi (09) 75697 0720
WWW.aspocomp.com

Aspocomp Oy
Tutkijantie 11
90570 OULU

puh. (08) 551 5700
faksi (08) 551 5711

Aspocomp Oy
Orninkatu 15
24100 SALO

puh. (02) 770 6600
faksi (02) 770 6611

ACP Electronics Ltd.
189 Jin Feng Road
Suzhou New District
Jiangsu Province
Postcode 215011
CHINA

Aspocomp (Thailand) Co., Ltd.
684-685 Moo 11

Sukhapibal 8 Road

Nongkham, Sriracha

Chonburi 20230

THAILAND

puh. +66 38 480 591

faksi +66 38 480 590
www.aspocomp.co.th

Aspocomp Electronics India Pvt. Ltd.

(projektitoimisto)

Old No. 319, New No. 4
Valluvar Kottam High Road
Nungambakkam

600 034 Chennai

INDIA

puh. +91 44 282 33322
faksi +91 44 282 33324

Aspocomp Oy
Sinikalliontie 11
02630 ESPOO
puh. (09) 59 181
faksi (09) 591 8245

puh. +86 512 6661 0031
faksi +86 512 6661 3035
www.acpelectronics.com

Tuotanto o Myynti

Aspocomp Oy
Sinikalliontie 11
02630 ESPOO
puh. (09) 59 181
faksi (09) 591 8245

Aspocomp Oy
Tutkijantie 11
90570 OULU

puh. (08) 551 5700
faksi (08) 551 5711

Aspocomp GmbH
Kupfergasse 11

45892 Gelsenkirchen
GERMANY

puh. +49 209 798 691
faksi +49 209 798 693

Aspocomp GmbH
Siegfriedstrasse 1
86356 NeusaBl
GERMANY

puh. +49 821 454 4913
faksi +49 821 454 4914

Aspocomp AB
Veddestavagen 13
P.O. Box 602

17526 Jarfalla
SWEDEN

puh. +46 8 621 0770
faksi +46 8 621 1775

Aspocomp AB
Sickla Industrivag 7
13134 Nacka
SWEDEN

puh. +46 8 642 8090
faksi +46 8 644 3835

Aspocomp US sales
6862 Cane Lane

Valley Springs, CA 95252
USA

puh. +1 209 772 7148
faksi +1 209 772 7184









